
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an unserem Kurs „Best Practice“, der nächsten Auflage unserer 
erfolgreichen Praxisveranstaltungen von Hilpert electronics AG. Bringen Sie gerne Ihre eigenen Produkte / 
Samples mit! 

 
 

 
POWERED BY 
 
 
F&S BONDTEC deckt weltweit das Segment der Desktop-
Bonder und -Tester ab und bietet das breiteste Programm an 
Fertigungs- und Test-Equipment an. Nur bei F&S BONDTEC gibt 
es die zukunftssichere Desktop-Micro-Factory, die alle 
Drahtbondverfahren und zusätzlich alle Testmethoden in einer 
Maschinenbasis vereinigt. 

 
DER TRAINER 

 
Stefan Schmitz ist 
Spezialist auf dem 
Gebiet der Aufbau- und 
Verbindungstechnik 
durch Chip- und 
Drahtbonden. Sein Unternehmen, die BOND-IQ GmbH in Berlin, 
unterstützt Onboardingprozesse neuer Mitarbeiter und 
auszubildender Know-How Träger im Unternehmen durch 
Seminare, In-House Veranstaltungen, Prozessanalytik und 
Unterstützung für Drahtbondanwendungen. Seit über 15 
Jahren erweitert er sein Wissen rund um die 
Drahtbondtechnologie und hat bereits mehr als 800 
Teilnehmer seiner Seminare ausgebildet. 
 
 

 
ANFAHRT & KONTAKT 
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren und stellen Sie unseren Experten alle Fragen, die für Sie von Belang sind. 

Die Veranstaltung findet in unseren Räumlichkeiten statt. Die Adresse lautet: Hilpert electronics AG, Täfernstrasse 29 5405, Baden-
Dättwil. Parkplätze stehen vor und hinter dem Haus zur Verfügung. Anmeldung erforderlich!, Teilnehmerzahl begrenzt! Die 
Teilnahmegebühr beträgt CHF 250.00 / Teilnehmer 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: Demian Uehli, demian.uehli@hilpert.ch, Telefon: 056 483 25 02, Mobil: 079 203 29 23 

 
BEST PRACTICE - 13. März 2026 
 
Erstellen, Optimieren und Überprüfen 
von Drahtbondprozessen 
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